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TESTO DELLA DESCRIZIONE
Riferimento incrociato ad una richiesta correlata
Questa & una continuazione in parte della richiesta dal
numero di serie 07/827023, inviata 11 27 gennaio 1992, il EE
soggetto trattato dalla quale viene incorporato qui per mezzo f
di questo riferimentok §§4
Canpo dell'invenzione t%:;
Questa invenzione si riferisce alla prova di elementi di é?
circuiti montatl su piastre di circuiti stampati, e pidt in é?‘
particolare, alla prova di pacchetti di circuiti integqrati,
quali pacchetti di supporti di circuiti integrati con contat-
ti in plastica (PLCC), montati su piastre di circuitil stampa-
ti caricate, utilizzando un diaframma elastico per applicare
una forza a molla sulle sonde di prova.
g Sfondo dell’invenzione
N I sistemi di prova delle piastre dei circuiti vengono
utilizzati per provare grandi numeri di piastre di circuiti
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stampati verificando la funzionalita elettrica e la continui-

td tra wvari punti di prova sulla piasfra del circuito. La

continuita e 1a mancanza di continuita vengono genetalmente

rilevate attraverso l’'uso di apparecchiature di prova aventi

un gruppoe di sonde dl prova per stabilire un contatto elet-
trico con punti di prova singoli sulla piastra di circuito
stampato. I sistemi di prova variano nel loro approccio nel
portare il gruppo di sonde di prova 1in contattorcon i punti
di prova sulla piastra del circuito. Un sistema di pfdva per
provare piastre di circuiti caricate include sonde di prova
spinte da una molla montate su una scheda delle sonde in
un'apparecchiatura di prova azionata sottovuoto per applicare
pressione tra le sonde a molla ed 1 puntt d4i prova della
piastra del circuite. Il sistema di prova inoltre include un
analizzatore di prova che generalmente include un sistema di
rilevazione controllato da calcolatore per applicare segnali
di prova elettrici a contafti selezionati per rilevare la
continuita e fornire risultati della prova. Un esempio d4i un
sistema di prova della tecnica precedente viene descritto nel
brevetto statunitense n. 4138186 concesso a Long ed altri.

Le piastre dei circuitl stampati caricate sono usualmente
densamente popolate da componenti elettrici vari che includo-
no gruppi di pacchetti d4i circuiti integrati. Questi pacchet-
ti tipicamente includono circuiti integratl impacchettati in

involucri isolati con una moltitudine di contatti elettrici
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paralleli, sottili che si estendono dall'involucro. I contat-
ti dal pacchetto di circuiti 1integrati possono essere piegati
in varie confiqurazioni e possono rendere la prova dei pac-
‘chetti difficile. Per esemplo, sono comuni pacchetti di
circuiti inteqrati con configurazioni dei contatti con "con-
tatto a J" o "ad ala di gabbiane”. E' anche comune montare
grandi numeri di questi pacchetti di circuiti inteqrati 1’uno
vicino all'altro sulla piastra del circuito per risparmiare
spazio sulla piastra. Se viene inserito un grande numero di
pacchetti di circuiti integrati su una pilastra di circuite
Earicata, usualmente rimane poco spazio intorno ai pacchetti
di circuiti integrati per stabilire un contatto elettrico tra
le sonde a molla su un'unitd di prova e i contatti sui pac-
chetti del circuito o altri elementi del circuito adiacenti
ai pacchetti.

Microcircuiti integrati a semiconduttore vengono spesso
prodotti in vari pacchetti. Un tipo di impacchettamento &
1'impacchettamento a due in linea (DIP) avente due insiemi di
contatfi distanzlati che si estendono lungo lati opposti del
gruppo impacchettato. Un secondo procedimento di impacchetta-
mento utilizza una tecnolegia di impacchettamento con monta-
tura su superficie che impacchetta funzioni elettroniche piu
densamente su pilastre di circuiti. Una forma comune di impac-
chettamento di una montatura su una superficie & il cosiddet-

to pacchetto a supporto del microcircuito integréio con

A o PERCS

T
o

¢SCOBACE! - CASET

ot



(9]

113)

(s %

1

contatti con plastica (PLCC). In generale, 1 pacchetti PLCC
contengone i microcircuiti integrati del microprocessore e
della memoria che richiedono grandi numeri di contatti di-
stanziati lungo tutti e quattro 1 lati, o almeno su due lati
opposti di involucri di forma rettangolare. A causa delle
loro piccole dimensioni ed il grande numero di contatti, &
difficile provare gruppi multipli di dispositivi PLCC stret-
tamente spaziati montati su piastre di circuiti stampati
caricate. La configurazione dei contatti inoltre rende diffi-
cile provare 1 dispositivi PLCC. In alcuni pacchetti di
circuiti integrati, la confiqurazione dei contatti evita che
si stabilisca un contatte tra i céntatti e le sonde di prova
dell'unita di prova, per esempio, i pacchetti con contattl
dalla confiqurazione ad ala di gabbiano. Le giunzioni a
saldatura sono sensibili ~alla pressioﬁe esterna e percid
dovrebbe essere evitato un contatto con sonde di prova cari-
cate 2 molla per evitare la rottura delle giunzioni a salda-
tura.

I moduli del dispositive di spostamento per provare tali
pacchetti di circuiti integrati sono descritti nel brevetto
statunitense 5049813 concesso a Van Loan ed altri (qui il
brevetto '813), i1l gogqetto trattato dal quale wviene qui
incorporato per mezzo di questo riferimento. Il brevetto '813
mostra un modulo di dispesitivo di spostamento montato su un

pacchetto di circuiti integrati su una piastra di circuito
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caricata. Il modulo del dispositive di spostamento include
righe di contatti distanziati per stabilire un contatto con
righe corrispondenti di contatti adiacenti ad un pacchetto di
‘circuito. In una forma di attuwazione, un gruppe di contatti
di prova su un léto superiore di un modulo entra in contatto
cton singole sonde di prova di un analizzatore di prova della
continuita del circuito. Il contatto elettrico tra i contatti
associati al pacchetto di circuiti ed i contatti corrispon-
denti sﬁl modulo viene spostato alle sonde di prova pér 1'uso
nella verifica di connessioni elettriche tra 11 pacchetto di
circuiti e gli elementi del circuito sulla piastra del cir-
cuito stampato.

In una forma di attuazione del brevetto ’'813, i contatti
sull’involucro di prova sono disposti per il contatto carica-
to a molla che pud essere rilasciato in modo indipendente con
i contatti corrispondenti sul pacchetto di circuiti integra-
ti. In un’altra forma di attuazione, il modulo viene rea-
lizzato con un materiale "a circuito flessibile™ in medo tale
che ciascuno dei contatti comprende una pellicola di metallo
sottile su un foglio di sostegno posteriore di plastica
flessibile, in cul i contatti hanno una memoria per produrre
vighe di tipi di contatto a molla lungo i bordi laterali del
modulo. In altre forme del modulo di prova, le sonde a molla
¢ le dita del circuito flessibile possano essere disposti

cosl da entrare in contatto dei corrispondenti punti di prova
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© gruppi di contatti sulla piastra del circuito stampato
adiacenti ai contatti sul pacchetto di circuiti integrati.

Con il progresso nelle tecnologie dei circuiti integrati

‘e delle piastre di circuito, { componenti del circuito sono

spaziati piu strettamente. I punti e le sonde d4i prova per
tali circuiti devono .necessariamente essere spaziati piu
strettamente, richiedendo sonde pid piccole e componentt
delle sonde plu piccoli quali molle che diventano pIﬁ diffi-
cili e costose da realizzare.

Cosi, esiste la necessitd di fornire mezzi per provare
piastre di circuiti stampati caricate aventi grandi numeri di
pacchetti di circuiti integrati montati wvicini 1'uno all'al-
tro sulla piastra su cul i pacchetti di circuiti hanno con-
tatti strettamente spaziati 1'uno rispetto all’'altro. Il
sistema di prova deve poter essere adattato alle pil strette
distanze pur fornendo misurazioni di  prova estremamente
accurate ed affidabili. La necessita di tale sistema di prova
¢ specialmente critica a causa dell’uso in espansione di
pacchetti di montaggio su superfici quali dispositivi PLCC
che sono particolarmente difficili da provare. In particolare
pué essere difficile provare dispositivi PLCC con una testa
di prova convenzionale poiché i1 pacchetto PLCC pud facilmen-
te diventare inclinato da una posizione quadrata rispetto
alla piastra del circuito, o a causa della necessita di

evitare contatto a pressione tra i contatti sul pacchétto di
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¢circuiti integrati e¢ l'unita di prova. E' anche necessario un
sistema di prova che non generi ritardi indesiderabili duran-
!

te la prova ¢ che possa essere facilmente adattato alla prova

‘di piastre di circuiti aventi pacchetti di circuiti integrati

multipli montati secondo vari sSchemi su piastre differenti.
Inoltre, i1 sistema di prova dovrebbe essere ragionevolmente
economico da fabbricare e altamente affidabile durante 1'uso.

Sommario dell'invenzione

In breve, una forma di attuazione dell'invenzione forni-
sce un modulo di prova per stabilire un contatto con un
gruppo di contatti distanziati su un pacchetto di circuiti
integrati montato tra altri elementi di circuiti elettrici su
una pilastra di circuito stampato caricata, per svolgere
verifiche del circuito per mezzo di un analizzatore di prova
elettronico esterno. Il modulo di prova ha un involucro delle
sonde rigido avente una moltitudine di sonde di prova allun-
gate e distanziate <che si estendono ciascuna attraverso
rispettivi fori.nell'involucro, per sostenere le sonde in uno
schema corrispondente a quello dei contatti del pacchetto di
circuiti integrati. Uma prima estremita di ciascuna sonda di
prova sostenuta vlene allineata per il contatto con un con-
tatto corrispondente sul pacchetto di circuiti integrati. Una
seconda estremita opposta di ciascuna sonda di prova sostenu-
ta si affaccia distante dal pacchetto di circuiti integrati.

Viene montato un diaframma elastico flessibile su un lato
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superiore dell'involucro delle sonde in modo tale <che il
diaframma viene mantenuto normalmente in contatto con il lato

superiore dell'involucro delle sonde opposto rispetto al

circuito integrato. Il diaframma percid si trova in contatto

con le seconde estremitd delle sonde di prova mebili in medo
tale che il diaframma pud essere spostato elasticamente
dall’involucro 1in risposta al contatto in pressione assiale
dalle seconde estremita delle sonde di prova quande il modulo
di prova viene montate sul circuito integrato. Il meduloe di
prova inoltre include mezzi per connettere elettricamente le
sonde di prova a terminali corrispondenti sul moduloe di prova
in modo tale che il contatto tra i singoli contatti adiacenti
al pacchetto di circuiti elettrici e le sonde di prova corri-
spendenti sul modulo viene spostate elettricamente dai termi-
nali ai circuiti di prova nell'analizzatore di prova elettro-
nico esterno. |

In forme di attuazione preferite, i1 modulo di prova ha
un cilindro conduttivo 1in ciascun foro. Le sonde di prova
sono piedini di metallo solide in contatto scorrevole con i
cilindri. I terminali comprendono un circuito flessibile
legato al punto superiore dell’involucro delle sonde ed
avente tracce di circuiti che comunicano con le corrispon-
denti sonde di prova. Le tracce del circuite sul circuito
flessibile si1 estendono dalle sonde 1in una reqgione periferica

dell'involucro delle sonde per trasmettere segnali df prova
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ad un dispositivo di prova del circuito esterno.

In una forma di attuazione, una copertura dell'involucro
rigida viene montata contro una seconda superficie del dia-
‘framma. La copertura ha wuna cavitd intorno alle sonde di

prova. La copertura fissa 11 diaframma in modo tale che

.questo si sposta nella cavitd quande si sposta elasticamente

dall’invelucro.

L'invenzione fornisce ﬁn modulo di prova ad alta densita
con pressione elastica controllata applicata al modulo e per
mezzo del modulo su grandi densita e con contatti che evitano
contattli a molla piu complessi o connessione interna per
completare la traslazione di segnali di prova attraverso il
modulo tra le sonde di prova ed { circuiti -sulla piastra.

Questi ed altri aspetti dell'invenzione verranno comple-
tamente compresi per mezzo del riferimento alla segquente
descrizione dettagliata ed alle illustrazioni allegate.

Breve descrizione delle illustrazioni

La figura 1 & una vista in sezione presa lungo la linea
I-I di figqura 2 che illustra un modulo di un dispositivo di
traslazione secondo 1 principi di guesta invenzione in una
posizione 4i prova intorno ad un pacchetto comune integrato
in prova.

La figqura 2 & una vista in pianta dall'alto, parzialmente

asportata, che mostra un modulo del dispositivo di traslazio-

ne di fiqura 1l.
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La figura 3 & una vista in sezione che illustra un'appa-
recchiatura di prova per provare una piastra d4i un circuito

popeolata utilizzando il modulo del dispositivo di traslazione

‘delle figure 1-2 per provare pacchetti di circuiti inteqrati

sulla piastra.

La figqura 4 ¢ una vista in prospettiva in esploso del
lato posteriore di un telefono cellulare portatile ed una
batteria.

La fiqura 5 & una vista in sezione invertita presa lungo
la linea 5-5 di figura 4 di un connettore per 1'interfaccia
della hatteria del telefono cellulare portatile.

Descrizione dettaqgliata

La figura 1 ¢ una vista in sezione che illustra un modulo
di un dispositivo di traslazione 10 secondo i principi di
questa invenzione. La fiqura 2 & una vista in pianta dall'al-
to del modulo del dispositivo di traslazione. Il modulo del
dispositive di traslazione 10 (a cui c¢i si riferisce anche
come al modulo di prova) comprende un involucro 12 avente una
superficie superiore piatta 13 ed una superficie del fondo
piatta paréllela 15; un circuito flessibile platto 14, sotti-
le teso sopra la superficie superiore 13 dell'involucro; un
diaframma elastomerico flessibile, sottile 16 mantenuto 1in
tensione e teso sopra il circuito flessibile 14, una copertu-
ra 18 montata sulla parte superiore dell’involucro sul dia-

framma 16; ed una moltitudine di sonde d1 prova 20 sostenute
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dall'invelucro 12 e mobili verso il diaframma allungabile 16.
Le sonde 8i sporgone normalmente sotto il lato superiore 15

dell’involucro. L'involucro 12 & un elemento unitario 5¢0lido

tealizzato in materiale elettricamente 1isolante rigido,

resistente, quale fibra di vetro G-10. Durante 1'uso del
modulo di traslazione, 1'involucro 12 wviene montatoe su un
pacchetto di circuiti integrati 19 sostenuto su una plastra
di circuiti stampati 21. La piastra del circuito monta vari
componenti elettrici, che includono resistori, capacitori,
induttori, circuiti integrati, insieme a tracce dei circuiti
elettrici per condurre seqnali elettrici tra i componenti
sulla pilastra del circuito. I circuiti sulla piastra possono
inoltre ridurre i punti di prova per il contatto con le sonde
di prova per 1'uso nella prova della continuita del circuito
come descritto in seguito.

Il circuito inteqrato 19 da prova pud essere impacchetta-
to in un pacchetto del supporto del circuito integrate con
contatti in plastica (PLCC). Come notate in precedenza, i
pacchetti PLCC hanno contatti distanziati lungo tutti i
quattro lati, o almeno lungo due lati opposti di un involucro
dalla forma rettangolare. In alternativa, il pacchetto di
circuiti inteqrali pud essere un pacchetto a due in linea
(DIP), a contatti a J, o ad ala di gabbiano, per esempio,
Viene mostrata una riga di contatti 19a lungo un lato del

clrcuito integrato in figura 2 a titolo di esempio.
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L'involucro 12 ha una moltitudine di fori separati 23

realizzati nello spessore dell’involucro 12 per 1'apertura

verso entrambi 1 lati dell'involucro. I fori 23 'vengono

‘perforati secondo uno schema fissato corrispondente allo

schema fisso dei contatti sul pacchetto di circuiti integrati
19 da provare. Come 1illustrato nelle fiqure 1 e 2, questo
schema di fori viene perforato in righe di fori spaziati in
modo uniforme secondo uno schema gquadrato lungo la lunghezza
e la larghezza dell’'involucro. Viene inserito a pressione un
cilindro elettricamente conduttivo separato 22 (a cui ci si
riferisce anche come ad un occhiello) in ciascun foro. Vengo-
no montate sonde di prova separate 20 in modo scorrevole in
ciascuno dei cilindri 22. Le sonde di prova sono assialmente
mobili nei loro rispettivi cilindri 22 1in modo libero sotto
azione della gravita. Le sonde di prova 20 scorreno sull'in-
terno dei cilindri 22 per stabilire un contatto elettrico
scorrimento con i c¢ilindri.

Le sonde di prova 20 hanno una punta sottile su di un'e-
stremitd ed una testa semisferica sull'altra estremitd. Le
sonde di prova 20 sono preferibilmente piedini di metallo
solido. Le sonde di prova 20 vengono montate sui cilindri in
modo tale che le sonde si sporgono normalmente dalla superfi-
cie inferiore dell'involucro. Ciascuna punta della sonda si
estende verso il circuito integrato 19 in prova, mentre le

teste semisferiche o le sonde si  affacciano verso il lato
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superiore dell'involucro 12. (In figura 1 per chiarezza
vengono mostfate solo poche di queste sonde di prova, che
possono essere alcune centinaia in numero. I componenti del
modulo di traslaziome 10 e le sonde vengono inoltre mostrati
con dimensioni esagerate ¢ non in proporzione alle dimensioni
relative sempre a scopo di chiarezza).

Il circuito flessibile 14 {a cul ¢i si riferisce anche
come alla piastra del «circuito stampato flessibile) viene
laminato sulla superficie superiore 13 dell’invelucro 12. Il
circuito flessibile 14 comprende un foglio a pellicela fles-
sibile sottile di un materiale elettricamente isolante che
sostiene uno schema di tracce di circuito conduttive elettri-
camente realizzate tipicamente in rame legato alla pellicola.
Ciascun cilindro 22 ha una flangia esterna che penetra in una
traccia del circuito e si ferma la flangia alla traccia del
circuito per realizzare una connessione elettrica. Il circui-
to flessibile 14 contiene percorsi elettricamente conduttivi
0 tracce per trasmettere segnali elettrici dal cilindro 22 ad
un dispositivo di prova elettronico esterno (non mostrato).

Il materiale del foglio preferito del circuite flessibile
14 ¢ wuna pellicola termoplastica sottile, autosostenente
quale Mylar. In ﬁna forma di attuazione, possono essere uniti
insieme strati multipli di Mylar e tracce di circuito in‘rame
per formare un circuito flessibile a strato multiplo 14. 11

circuito flessibile 14 viene laminato sulla superficié supe-

14
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riore 13 dell’involucro 12 per mezzo di adesivi adatti o
altri mezzi o wunendo il foglio di plastica all'involucro.
Come mostrato in fiqura 1, il circuito flessibile I4 viene
avvolto liberamente verso 1'alto intorno ad un lato della
copertura dell’invelucro 18 cosi da estendersi sopra la parte
superiore della copertura 18. Viene unito un connettore 28 ad
una porzione del circuito flessibile che si estende sopra la
copertura. Tracce del circuito nel circuito flessibile vengo-
no connesse elettricamente a piedini 29 sul connettore 28.
Alternativamente, le tracce possono essere terminate per
mezzo di gruppi di contatto di rame pidl grandi per le connes-
sioni elettriche a queste. Per esempio, il circuito flessibi-
le 14 pud essere ripiegato e laminato su una superficie

superiore 27 della copertura 18. In questo esempio, i grandi

gruppi di contatti di rame vengono disposti in un gruppo come.

in uno schema a griglia distanziato in modo uniforme sulla
superficie del circuito flessibile che si affaccia verso
1'alto dalla parte superiore della copertura. I gruppi di
contatti di rame vengono messi in contatto elettrico per
mezzo di sonde di prova in modo simile a quello illustrato
nel brevetto '813 a cui si ¢ fatto riferimento in precedenza.
Il diaframma 16 elastomerico flessibile, sottile viene

messo in tensione contro la superficie superiore del circuito

flessibile 14, 1in modo tale che 1la superficie inferiore del

diaframma si trova 1in contatto con le teste semisferiche
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delle sonde di prova 20. Il diaframma 16 viene realizzato in
materiale non poroso allungabile elasticamente quale la gomma
naturale o un elastomefo sintetico quale gomma di neoprene.
"Il diaframma 16 flessibile, sottile pud essere allungato
longitudinalmente (lungo 1l piano del foglio di gomma). Il
diaframma pud inoltre essere allungato in una direzione per-
pendicolare al piano del foglio di gomma, sotto forze appli-
cate verso il diaframma.

Il diaframma 16 viene attaccato su un'estremita all'invo-
lucro 12 per mezzo di viti di fissaggio 24. Il diaframma 16
viene mantenuto in tensione sulla superficie superiore del
circuito flessibile 14 e viene attaccato sulla sua altra
estremita all'involucro 12 per mezzo di wulteriori wviti di
fissaggio 24. La superficie inferiore del diaframma elastico
allungato 16 viene quindi mantenuta normalmente tesa contro
le teste delle sonde di prova 20. 11 diaframmé 16 viene
fissato all'involucro 12 per mezzo d4i wviti di fissaqqgio
inserite. in fori a presa situati su ciascun angolo sulla
superficie superiore dell'involucro 12. I1 coperchio o la
copertura .dell’'involucro 18 ha wuna flangia periferica 18a
rettangolare che si sporge verso il basso montata contro una
superficie superiore periferica del diaframma 16. Una cavita
attaccata verso il basso 26 sulla superficie inferiore del
coperchio si affaccia verso le righe di sonde per fornire una

regione interna cava in cuil il diaframma di gomma e le sonde
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51 possono piegare durante 1'uso.

In una forma di attuazione alternativa, il diaframma 16
viene legato in corrispondenza della propria periferia alla
superficie superiore 13 dell'involucro 12 in modo tale che il
diaframma viene disposto in tensione contro le teste delle
sonde di prova. Questa forma di attuazione opzionalmente pud
non avere alcuna copertura dell’involucro 18.

I1 diaframma 6 mantenuto in tensione applicato sul piano
del diaframma viene mantenuto teso contro la superficie
superiore del «circuito flessibile 14 cosi come le teste
semisferiche delle sonde di prova 20. Quando 1l diaframma
viene fissato contro il circuito flessibile, fornisce una
forza a mélla uniforme (nel plano del diaframma e in profon-
dita, perpendicolare alla superficie del diaframma) sulla
superficie del diaframma. Le sonde di prova 20 che si sposta-
no nel diaframma 16 per spostarlo incontrano una resistenza
da parte di una forza assiale uquale ed opposta generata dal
diaframma in tensione fléssibile.

Piu specificatamente, durante la prova, le punte delle
sonde di prova 20 vengonc spinte contro i contatti 19a del
pacchetto di circuiti integrati 19. In alternativa, le sonde
di prova posscno essere spinte contro le tracce del circuite
sulla piastra del circuite adiacente a ed in contatto elet-
trico con i contatti sul pacchetto di circuiti integrati. La

testa di ciascuna sonda di prova viene spinta, in risposta
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alla forza assiale sulla sonda, nel diaframma 16 per in
guesto modo allungare elasticamente 11 diaframma 16 dall'in-
volucro e nella cavita 26 della copeftura 18. L'allungamento
elastico del diaframma 16 fa si che il diaframma 16 cerchi ai

contrarsi elasticamente per ritornare verso una condizione

meno tesa. La contrazione elastica fornisce una controforza
uguale o wuna forza di richiamo a molla contro le sonde di
prova per applicare in questo modo una forza a molla assiale
indipendente in modo perpendicolare contro ciascun contatto
del pacchetto di «circuiti integrati contattato per mezzo di
una sonda di prova caricata a molla corrispondente.

Durante la prova, la superficie inferiore piatta 15
dell’involucro del modulo di prova viene posizionata sulla
superficie superiore del pacchetto di circuiti inteqrati 19.
L'involucro viene mantenuto rigidamente in contatto con il
pacchetto in modo descritto in sequito. Le sonde di prova 20
sono disposte sull'involucro in uno schema fisso che si
adatta allo schema dei contatti 19a sul pacchetto in prova o
lo schema deil puntit di prova sulla piastra del circuito che
sostiene 1{ pacchetti di circuiti integrati. Vengono quindi
applicati seqnali di prova elettrici dall’analizzatore di
prova elettronico ai piedini 29 sul connettore 28 in corri-
spondenza del bordo del circulto flessibile 14. I piedini 29
sul connettore 28 sono connessi elettricamente alle tracce

dei circuiti corrispondenti del circuito flessibile 14,
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preferibilmente per mezzo di tecniche di saldatura. I segnali
di prova elettrici si spostano lungo le tracce del circuito
sul circuito flessibile 14 e vengono trasmessi a cilindri
‘conduttivi corrispondenti 22 nell'involucro 12 che sono
connessi elettricamente alle tracce del circuito per mezzo
della connessione fisica dall'’inserimento a pressione del
cilindro in ciascun foro nell’involucro. Tolleranze ristrette
tra il diametro interno dei cilindri 22 e il diametro esterno
delle sonde di prova 20 forniscono un contatto scorrevole che
produce un contatto elettrico corrispondente dal cilindro
alla sonda di prova sulla lunghezza del c¢ilindro. I segnali
di prova elettrici vengono quindi trasferiti ai contatti del
circuito integrato 19 attraverso le punte delle sonde di
prova 20. T segnali di prova elettrici allora si spostano
attraverso il circuito integrato verse gli altri contatti del
‘eircuito integrato in cui wvengono quindi trasferiti alle
altre sonde di prova 20. Nella direzione 1inversa, i segnali
di prova elettrici vengono trasferiti dalle sonde di prova 20
attraverso i cilindri 22, 1lungo le tracce del circuito passi-
ve del circuito flessibile 14 ai piedini corrispondenti sul
connettore in cui wvengono <trasferiti all'analizzatore di
prova elettronico.

Dopo la prova, il modulo di traslazione 10 viene rimosso
dal pacchetto di circuiti 1integrati, cosi rilasciando la

pressione delle sonde di prova sui contatti del paccﬁétto di
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circuiti integrati. La testa della sonda di prova viene
spinta in risposta alla contrazione elastica del diaframma
verso 1'involucro cosi permettendo al diaframma di tornare
nella sua condizione pre-prova.

La fiqura 3 & una vista in sezione che illustra un'appa-
recchiatura di prova per provare una plastra di un circuito

popolata utilizzando i1 modulo di traslazione delle figure 1-

2 per provare pacchetti di circuiti 1integrati montati sulla

LX)
‘.l

&
piastra. e
(3]
L'apparecchiatura di prova ha una scheda per la sonde g
inferiore 40 spaziata al di sotto e sostanzialmente parallela . :
i
ad una piastra dl un circuito 42 da provare. Viene montata P
f
s

una scheda di distacco inferiore 44 contro la superficie
superiore della scheda delle sonde inferiore 40. Sia la
scheda di distacco inferiore 44 che la scheda della sonda
inferiore 40 presentano una moltitudine di fori separati
perforati secohdo uno schema che si adatta corrispondente
allo schema dei punti di prova sulla superficie inferiore
della piastra del circuite 42 in prova. Vengono montate sonde
a molla 46 separate in ciascuno dei fori {per semplicita
viene mostrata una sola sonda di prova 46 sulla scheda infe-
riore delle sonde). Clascuna sonda a molla 46 pud essere del
tipo avente uno scomparto cilindrico, una molla ad avvolgi-
mento interno all’'interno dello scomparte, ed uno stantuffo

che si pué spostare nello scomparto sotto il richiamo della
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molla. Le sonde 46 possono essere connesse ad unr connettore
di interfaccia distante (non mostrato) nel modo ben noto per
stabilire connessioni elettriche all’analizzatore di prova
elettronico esterno. Le sonde 46 sono inserite a pressione
nei fori nella scheda per la sonda inferiore 40. La scheda di
distacco inferiore 44 & uno spaziatore che evita che le-sonde
a molla si abbassino arrestando 1lo stantuffo prima che com-
prima completamente 1a molla d'avvolgimento contro il fondo

dello scomparto. La ptastra del circuito entra in contatto

con la scheda di distacco inferiore 44, in questo modo preve-

nende un ulteriore spostamento dello stantuffo contro la
molla ad avvolgimento.

In modo simile alla scheda di distacco inferiore 44 e
alla scheda della sonda inferiore 40, una scheda delle sonde
superiore 48 & spaziata sopra la superficie superiore della
piastra del circuito 42 in prova. Viene montata una scheda di
distacco superiore 50 contro la superficie inferiore della
scheda delle sonde superiore 48, Sia 1la scheda di distacco
superiore 50 che la scheda delle sonde superiore 40 presenta-
no una moltitudine di fori separati perforati in uno schema
di adattamento che corrisponde alle schema dei punti di prova
sulla superficie superiore della piastra del circuite 1in
prova. In modo simile alla scheda della sonda inferiore 40,
-vengono montate sonde a molla separate 46 e fori nella scheda

della sonda superlore 48. (Viene mostrata solamente und sonda
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di prova 46 nella scheda per la sonda superiore per semplici-
ta).

Le schede delle sonde superiore ed inferiore e le schede
‘di distacco inferiore e superiore vengono realizzate con un
materiale 1isolante elettricamente rigido, resistente, quale
fibra di vetro G-10.

La scheda di distacco superiore 50 e 1la scheda delle
sonde superiore 48 presentano una moltitudine di fori di
montaggio per ricevere 1 moduli 41 prova corrispondenti
inseriti nei fori di montaggio per 1'allineamento con 1
pacchetti di circuiti integrati corrispondenti sulla piastra
sotto ciascun modulo di prova. Come mostrate in fiqura 3, un
foro di montaggio '51 nella scheda della sonda superiore
attraversa la periferia esterna dell’involucro del modulo di
prova. Una flangia inferiore 55 si sporge verso l'esterno 1in
corrispondenza della base dell'involucro del modulo di prova
¢ s5i ferma contro una spalla anulare 56 che si affaccia verso
11 basso sulla scheda delle sonde sopra un foro di montaggio
sovradimensionato 57 sulla scheda di distacco superiore. Il
modulo di traslazione 10 viene inserito sulla scheda della
sonda superiore 48 dal lato inferiore. La spalla 56 e la
flangia 55 hanno una moltitudine di fori di montaggio alline-
atl situati preferibilmente sui quattro angoli della spalla e
la flangia. Vengono fissati dispositivi di fissaggio filetta-

ti disposti nei fori di montaggio in posizione per mezzo di
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dadi di trattenimento corrispondenti 60 per bloccare il
modulo del dispositivo di traslazione 10 nei fori di montag-
gio sulla scheda della sonda superiore 48 e 1la scheda di
distacco superiore 50.

Le sonde di prova 46 vengono connesse separatamente {non

mostrato a scopo di chiarezza) ad un dispositive di  connes-
sione dell'interfaccia del sistema (anch’essc non mostrato
per scopo di chiarezza) per la connessione all'analizzatore
di prova esterno per mezzo di un involucro dei cavi conven-
zionale {non mostrato). Alternativamente, le sonde a molla 46
possono essere connesse a circuiti flessibili separati (non
mostrati}) montati sulle schede per le sonde superiore ed
inferiore per lo spostamento dei seqnali di prova dalle sonde
a molla 46 ad un connettore di interfaccia del sistema (non
mostrato)}. Il connettore 28 del module del dispositive di
traslazione 10 viene connesso elettricamente in modo simile
al connettore dell’interfaccia del sistema avvolgendo un cavo
tra i due conne;tori. Alternativamente, l'interconnessione
tra i1 connettore 28 ed il connettore d'interfaccia del
sistema pud essere costituita da un circuifo flessibile.
‘Nell'apparecchiatura di prova, le sonde a molla 46 vengo-
no allineate per il contatto con punti di prova corrisponden-
ti sulla piastra del circuito, e le sonde 20 sul modulo del
dispositivo di traslazione 10 vengono allineate per il con-

tatto con contafti corrispondenti 1%9a di ciascun pacchétto di
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circuiti integrati 19 sulla piastra del circuito. Utilizzando
il modulo del dispositivé di traslazione in apparecchiature
contenenti sonde a molla, pud essere ottenuto un buon contat-
to elettrico per mezzo dei piedini solidi 20 per una minore
spaziatura dei contatti del pacchetto di circuiti integrati.
Una gquarnizione periferica (non mostrata) sulla superfi-
cie superiore della piastra di distacco inferiore 46 racchiu-
de il gruppo di sonde di prova inferiore 46 nella piastra del
circuito. La piastra del circuito 46 viene situata sul gruppo
delle sonde a molla 46 sulla scheda delle sonde inferiore 40.
.a scheda di distacco superiore 50 viene spostata in contatto
con la guarnizione cosi da realizzare una chiusura ermetica
fra 11 lato inferiore della scheda di distacco superiore 50
ed il lato superiore della scheda di distacco inferiore 44,
Durante 1'uso, viene aspirata l'aria da uno spazio interno
cavé ¢ un volume tra le schede di distacco superiore ed
inferiore, che fa si che la pressione atmosferica esterna
applichi una forza contro la scheda di distacco superiore, 1in
questo modo spostando la scheda in una direzione verso il
basso. La forza applicata dalla differenza di pressione
dell'aria comprime la scheda di distacco superiore contro la
guarnizione finché la piastra del circuito entra in contatto
con un gruppo di arresti della piastra {non mostrato). Questo
spostamento della piastra spinge la piastra a spostarsi in

contatto con le punte delle sonde a molla sulle schede delle
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sonde superiore ed inferiore, mentre la piastra si sposta
verso i piedini di prova 20 nei moduli del dispositive di
traslazione. Questo spinge le sonde di prova 20 verso 1'alto

nel modulo di dispositivo di traslazione verso la superficie

inferiore del diaframma 16. Il contatto dalle sonde in movi-

mento 20 allunga 1l diaframma elastico verso 1'alto nella
cavita 26 nella copertura dell'involucro 18. La tensione nel
diaframma allungato resiste alla forza verso 1'alto di cia-
scuna sonda di prova 20 con una controforza equivalente che
agisce assialmente sulle sonde cosi da mantenere le sonde in
contatte a pressione caricato dalla molla con i contatti o i
punti di prova sul circuito integrato o sulla piastra in
prova.

In modo simile a quello descritto per la forma di attua-
zlone 1llustrata nelle figure 1-2, vengono applicati segnali
elettrici di prova per mezz20 dell'analizzatore di prova
elettronice alle sonde a molla 46, mentre in parallelo, i
seqnali di prova elettrici si spostano attraverso le sonde
nel modulo del dispositivo di traslazione ai contatti del
pacchetto di circuiti inteqrati con i punti di prova sulla

piastra in prova.

In una forma di attuazione alternativa dell’apparecchia-

tura di prova descritta in figura 3, wviene wutilizzato un

azionamento a fluide per applicare una forza a molla alle

sonde di prova nel modulo del dispositivo 4i traslazione. In
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questa forma di attuazione, il diaframma 16 & situato attra-
verso la cavita 26 sulla copertura dell’involucro 18 cosi da
formare una camera ad aria sopra il diaframma. La copertura
dell’involucro 18 viene montata sulla porzione superiore
dell'involucro 12 cosicché la superficie inferiore della
copertura comprime il diaframma tra la superficie ed il
circuito flessibile 14 sulla parte superiore dell'involucro.
Questo forma una chiusura impermeabile all’aria continua
intorno alla periferia della cavitd racchiusa. La chiusura
periferica viene disposta preferibilmente in modo da mantene-
re 11 diaframma in una posizione di arresto sostanzialmente
immobile contro la superficie superiore fissa del circuito
flessihile e 1le teste delle sonde di prova. Viene connessa
una manica per l'aria (non mostrata) da una pompa per 1'aria
{non mostrata) ad orifizi sulla copertura situati in corri-
spondenza della parte superiore della cavita.

I1 funzionamento dell’apparecchiatura di prova sottovuoto
¢ simile a quello descritto in precedenza per l'apparecchia-
tura di figura 3. Durante la prova elettrica, 1la piastra del
circuito viene situata sulla gquarnizione periferica come
descritto in precedenza. Quando viene aspirato il vuoto dal
volume interno alla chiusura della gquarnizione, la pressione
atmosferica contro la piastra del circuito comprime la pia-
stra contro la quarnizione e tira la plastra del circuito in

contatto con le sonde di prova 20 sul modulo d4i prova. La
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piastra del circuito viene spinta contro le punte delle sonde
di prova, in questo modo spingendo le teste delle sonde 4di
prova nel diaframma 16, 1la quale cosa tende 11 diaframma ed
in questo modo crea una forza assiale verso il basso resi-
stente su clascuna sonda di prova con una controforza equiva-
lente. Allo stesso tempo, viene spinta aria nella cavitd 26,
facendo si che il diaframma elastomerico spinga assialmente
verso il basso contro le sonde di prova 20 che, a loro volta,
applicano una forza caricata a molla contro i contatti adia-
centi al pacchetto di circuiti integrati sulla piastra dei
circuiti. All'aumentare della pressione dell’'aria all’interno
della cavitd, il diaframma applica una forza caricata a molla
progressivamente maggiore alle singole sonde di prova 20.
L'aria viene spinta in modo continuo nello spazio interno
della cavita durante la prova della piastra del circuito.
Quando la pressione dell’'aria all'interno della cavita 26
raggiunge un equilibrio in cui non si ha cambiamento durante
la prova, la pressione in corrispondenza di - cilascun punto
lungo la superficie del diaframma 16 & costante. La forza
applicata contro ciascuna forza di prova 20 per mezzo della
pressione uniforme sul diaframma 16 & inoltre uguale. Questa
forza & sostanzialmente indipendente dallo spostamento della
sonda nel diaframma 16 poiché la pressione & uquale in cia-
scun punto del diaframma. La costante elastica del diaframma

¢ bassa., Le proprietd elastiche del materiale del diaframma e
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la pressione dell'aria sono i principalil fattort che influen-
zano la forza sulle sonde dalla deflessione del diaframma. La
distanza dello spostamento delle sonde non ha un effetto
sostanziale sulla forza delle sonde.

In modo simile a quello descritto nella forma di attua-
zione illustrata in figura 3, vengono applicati segnali di
prova elettrici per wmezzo dell’'analizzatore di prova elettro-
nico all'apparecchiatura di .prova ed al modulo d4i prova
azionato dal fluide.

Le figqure 4 ¢ 5 illustrano un esempio 41 un usce alterna-
tivo dell'invenzione esclusivi della prova di piastre di
circuiti. Questa forma di attuazione mostra un telefono
cellulare portatile 200 avente un gruppo di batterie 202
installato in uno scomparto 203 su un lato posteriore del
telefono cellulare per 1'alimentazione elettrica per il
funzionamento del telefono. I terminali di tensione della
batteria 204 su un lato posteriore del gruppo di batterie
entra in contatto ‘elettrico con terminali di tensione del
telefono caricati a molla corrispondenti 206 sul lato poste-
riore del telefono 200 quando la batteria viene installata
nel telefono. I terminali caricati a molla 206 si trovano sul
connettore 208 di questa invenzione installato sul corpo del
telefono.

Il connettore 208 che contiene i terminali di tensiocne

del telefono 206 & situato sul lato posteriore inferiore del
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telefono 200. Con riferimento alla figura 35, il connettore
208 ha un involucro 210 avente una forma di sezione geﬁeral—
mente rettangolare. Un bhraccio 214 si sporge da un lato
Asuperiore del connettore, perpendicolare alla superficie
superiore del connettore. L’involucro 210 @& realizzato con un
elemento unitario solido di materiale elettricamente isolante
rigido, resistente, quale fibra di vetro G-10. In modo simile
all'involucro del module del dispositive di traslazione
descritto sopra nelle figqure 1-2, 1’'involucro 210 ha una
mqltitudine di fori separati 211 perforati su uno schema
fissato sulla profondita dell’'involucro e che si apre sulle
superfici superiore ed inferiore dell'involucro. I fori 211
vengono perforati su uno schema corrispondente allo schema
dei terminali 204 sul gruppe di batterie. Un cilindro elet-
tricamente conduttivo 216 wviene 1inserito a pressione in
ciascun foro.

Viene laminato un circuito flessibile dalla forma ad
angolo retto 218 sulla superficie superiore della parete
laterale esterna dell'involucro 210. Ciascun <cilindro 216 ha
una flangia che penetra in una traccia del circuito sul
circuito flessibile e ferma la flangia rispetto alla traccia
del circuito cosi da formare una connessione eléttrica. Il
circuito flessibile 218 ha tracce elettricamente conduttive
che connettono ciascun cilindro 216 sulla superficie superio-

re dell'involucro 210 ad un terminale di tensione del telefo-
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no corrispondente 220 sulla porzione del circuito flessibile
sulla parete laterale esterna dell'involucro.

I terminali caricati a molla 206 sono piedini solidi
mobili assialmente in ciascuno dei cilindri. 1In mode simile
al modulo di prova 10 descritto in precedenza nelle fiqure 1-
2, 1 piedini sono mobili sul lato interno dei cilindri 216
per atabilire un contatto elettrico scorrevole. I piedini 206
hanno una punta appuntita su un'estremita che si sporge da
una superficie inferiore 223 dell'involucro 210. Una testa
arrotondata sul lato opposto di ciascun piedino si sporge da
una superficie superiore dell’involucro.

Un diaframma elastomerico flessibile sottile 222 viene
mantenuto teso contro la superficie superiore del circuito
flessibile 218 cosicché il 1lato inferiore de; diaframma si
trova in contatto le teste arrotondate dei piedini 22¢. Il
diaframma 222 & montato sull'invelucro 210 per mezzo di
dispositivi di fissaqgio {non mostrato} 1in modo simile al
modulo del dispositivo di traslazione 10 descritto in prece-
denza. Alternativamente, i1 diaframma 22 pud essere unito in
corrispondenza della sua periferia all'involucro 210. Viene
montata una copertura dell’'involucro 224 di configurazione
rettangolare con uno scomparto rettangolare ad apertura verso
i1 basso 225 sulla superficie superiore dell'involucro 210 in
modo tale che la parete inferiore periferica della.copertura

entri in contatto con la superficie superiore dell'involucro.

30




"

[}

Uno schermo dalla forma ad anelle (non mostrato) entra in
contatto opzionalmente con la superficie inferiore di un lato

dell’involucro per circondare le porzioni ad estremitd spor-

gente dei piedini 206. Lo schermo pudé servire come dispositi-

vo d1 posizionamento per un dispositivo elettrico separato
che si insefisce nello schermo per la corrente con 1 piedini
esposti nello schermo.

In modo simile al modulo di prova 10, 11 diaframma 222
fornisce una forza a molla contro le teste dei piedini 206 in
risposta alla préssione assiale sulle punte dei piedini. Il
connettore' 208 viene installato nel telefono con i terminali
220 che formano 1l contatto di montaggio della superficie con
una piastra di circuito (non mostrata) nel telefono. Quando
il gruppo di batterie viene installato nella regione a scom-
parto in corrispondenza della superficie posteriore del
telefono, i terminali 204 sulle batterie vengono premuti in
contatto con 1 piedini caricati a mella 206, I terminali 204
spingono le punte dei piedini 206 per in questo modo spingere
le teste dei piedini nel diaframma 222 in risposta alla forza
asgsiale sul piledini. Quando le teste vengono spinte nel
diaframma, il diaframma si allunga cosi da generare una forza
assiale uquale ed opposta sui piedini. Questo produce un buon
contatto caricato a molla tra i piedini ed i terminali su un
gruppo di batterie. Questa connessione caricata a molla viene

trattenuta per mezzo del dispositivo di blocco del gruppe di
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batterie alla regione a scomparto sul telefono per mezzo di
un dispositivo di blocco 230 su gruppo di hatterie. Il con-
nettore 208 fornisce mezzi economici per ottenere un contatto
.caricato a molla dei connettori elettrici quando il gruppo di
batterie viene ripetutamente rimossc e reinstallato nell’in-
volucro.

In forme di attuazione alternative, le batterie possono
esgere utilizzate in un qualsiasi dispositivo eleftronico o
elettrico che funziona a batterie che richiedono una frequen-
te rimozione e reinstallazione. In altre forme di attuazione,
il connettore pud essere utilizzato in agende elettroniche
portatili per connettere moduli di memoria removibili che si

inseriscono nell’agenda. In ancora ulteriori forme di attua-

_zione, il connettore viene utilizzato in dispositivi elettro-

nici che vengbno inseriti in un dispositivo di carica di

batteria per -connettere elettricamente il dispositivo elet-

tronico al ricaricatore.
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RIVENDICAZIONI

1. Un modulo di prova per stabilire un contatte con uno
schema fissato di contatti spaziati adiécenti ad un pacchetto
di circuiti integrati montato tra altri elementi di circuiti
elettrici su una piastra di circuito stampato caricata, per
svolgere verifiche dei circuiti per mezzo di un analizzatore
di prova elettronico esterno, il modulo di prova comprenden-
do: i

un involucro delle sonde rigido avente lati superiore ed
inferiore, il late superiore dell'involucro avendo una super-
ficie superiore rigida;

una moltitudine di sonde di prova spaziate ed allungate
che si estendono attraverse uno schema fisso di rispettivi
fori nell'ihvolucro delle sonde per sostenere in modo scorre-
vole le sonde in uno schema corrispondente allo schema dei
contatti adiacente al pacchette di circuiti integrati, Ile
sonde di prova sporgendosi dal late inferiore dell’involucro
sy detto schema fisso cosicché una prima estremitd di c¢iascu-
na sonda di prova sostenuta si trova allineata per 11 contat-
to con un contatto corrispondente adiacente al pacchetto di
circuiti 1integrati e cosicché una seconda estremita opposta
di ciascuna sonda di prova sostenuta si affaccia distante dal
pacchetto di circuiti integrati;

un diaframma elastico flessibile avente una prima super-

ficie ed una seconda superficie, 11 diaframma- montato sul
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lato superiore dell'involucro delle sonde con la sua prima
superficie mantenuta normalmente 1in contatto con la superfi-
cie superiore rigida dell'involucro e adiacente alle seconde
éstremité delle sonde di prova, la seconda superficie del
diaframma affacciandosi su uno spazi¢ vuoto su un lato del-
1"involucro opposto rispetto alle prime estremita delle sonde
di prova, in modo tale che il diaframma & elasticamente
mobile dal lato superiore dell'involucro e nello spazio vuoto
in risposta al contatte in pressione assiale dalle seconde
estremitd delle sonde di prova generato dal fatto che le
sonde di prova scorrono all'interno dei loro rispettivi fori
quando il modulo di prova viene montato sul circuito integra-
to e le prime estremita delle sonde di prova vengono premute
in contatto con i contatti adiacenti al circuito integrato; e
mezzl per connettere elettricamente dette sonde di prova
a terminali elettrici corrispondenti sul modulo di prova in
modo tale che il contatto tra 1 singoli contatti adiacenti al
pacchetto di circuiti integrati e le sonde di prova corri-
spondenti sul modulo viene traslato elettricamente all'ana-
lizzatore di prova elettronico esternc attraverso il suo
contatto con i terminali sul modulo di prova.
2. Il modulo di prova secondo la rivendicazione 1 in cui il
modulo di prova comprende un cilindro conduttivo in ciascun
foro, e le sonde di prova comprendono piedini di metallo

solido in contatto con i c¢llindri.
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3. Il modulo di prova secondo le rivendicazioni 1 ¢ 2 in cui
1 mezzi di connessione comprendono un circuite flessibile
sulla superficie superiore dell'involucro delle sonde ed
'avente tracce di circuiti che comunicano con le sonde di
prova corrispondenti, le tracce del circuito sul circuito
flessibile estendendosi dalle sonde lungo 1'involucro delle
sonde in una regione periferica dell’involucro delle sonde
per trasmettere segnali di prova ai terminali sull’involucro.
4. Il modulo di prova secondo la rivendicazione 3 in cui le
sonde di prova sono piedini di metallo solido.

5. Il modulo di prova secondo la rivendicazione 4 in cui i
piedini ‘hanno contatti in contatto con il late superiore
dell’involucro per fissarli normalmente 1in wuna posizione
fissa nei fori, ed in cui il diaframma si trova normalmente
in una posizione in tensione e allungata in contatto con i
contatti dei piedini ed in contatto con la superficie supe-
riore rigida dell’involucro.

6. Il modulo di prova di una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni inoltre comprendente una copertura dell'invo-
lucro rigida montata contro la seconda superficie del dia-
framma éd avente una cavita sopra il diaframma, ~ che pué
essere spostata nella cavita quando i1 diaframma si sposta
elasticamente dall'involucro.

7. Un'apparecchiatura di prova per provare un pacchgtto d1

.

circuiti integrati montato tra altri elementi di circuiti
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elettrici su una piastra di circuito stampata caricata,

comprendente:

un modulo di prova avente una scheda di supporto rigida

disposta adiacente e sostanzialmente vparallela alla piastra

del circuito da montére in modo rilasciabile sul pacchetto di
circuiti integrati, la scheda di supporto avendo una superfi-
cle superiore rigida,

una moltitudine di sonde di prova spaziate ed allungate
ciascuna estendentesi assialmente attraverso ed essendo
scorrevole in un rispettive foro sulla piastra di supporto
per sostenere le sonde in uno schema corrispondente ad uno
schema di contatti adiacenti al pacchetto di circuiti inte-
grati, le sonde di prova sporgendosi da una superficie del
fondo della piastra di supporto per 1'allineamento con lo
schema dei contatti,

mezzi per sostenere la piastra del circuito e 1la scheda
di suppoerto in modo che siano mutuamente spaziate e sostan-
zialmente parallele 1in modo tale che una prima estremitd di
ciascuna sonda.rimane allineata per il contatto con un ri-
spettivo contatto adiacente al pacchetto di circuiti integra-
ti ed 1in modo tale che una seconda estremita opposta di
ciascuna sonda di prova s5i affaccia distante dalla scheda di
supporto e alla piaétra del circuito,

un diaframma elastico impermeabile ai fluidi, fle;sibile,

sottile, normalmente montato in contatto con la superficie
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superiore rigida della scheda di supporto ed adiacente alle
seconde estremita delle sonde di prova, 1l diaframma essendo
elasticamente mobiie in uno spazio vuoto opposto alle prime
éstremita delle sonde di prova in risposta allo scorrimento
delle sonde assiale nei fori della scheda di supporto, e

mezzi per fornire lo spostamento relativo tra 1 contatti
adiacenti al circuito integrato e le sonde di prova per in
questo modo spostare le sonde verso il diaframma cosicché le
sonde di prova in movimento spingono 11 diaframma lontano
dalla scheda di supporto cosicché 11 diaframma applica un
contatto a pressione caricato a molla alle seconde estremitad
delle sonde all'unisono per spingere elasticamente c¢iascuna
sonda assialmente contro un rispettivo contatto sulla piastra
del circuiteo.
8. Un'apparecchiatura di - prova secondo 1la rivendicazione 7
in cui le sonde sono piedini solidi, ed il diaframma viene
fissato normalmente sotto tensione in contatto con la super-
ficie superiore rigida della piastra di supporto.
9. Un'apparecchiatura di prova secondo le rivendicazioni 7 o
8 includente un dispositivo di prova del circuito esterno, ed
un circuite del dispositivo di traslazione sulla scheda di
supporto ed avente tracce del circuito passive che comunicano
con sonde di prova corrispondenti, le tracce del circuito
estendendosi dalle sonde per trasmettere segnali di prova al

dispositive di prova del circuito esterno.
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10. Un’apparecchiatura di prova secondo 1le rivendicazioni 7 o

8 in cul 1'apparecchiatura include una scheda delle sonde che

sostiene sonde di prova caricate a molla per 1l contatto con

i eircuiti sulla piastra ed un foro di montaggio per ricevere

i1 modulo di prova per montare il modulo di prova in allinea-

mento con un pacchetto di circuiti integrati sulla piastra.

\-

(>

38

. e e e

A T
AN



orress;
5
st
et
e z
s
Goend,

RS

el
g
P s

S

S

e

gttty
Ot nss

~
o A

g

Sr

N

R R R R e o e oo




0 B b i

& TET W
AT W
T

3




cecr,

- 2y

“epite:

oons

s o

rrses ]
i

aeras 4

rrecs 7
[
P4
[
54
7.4

ENTIN

et etesssrrsrensl?
o

- 2eed,

R

e

Lo

X

.\\\v\\t\\{.{ voveay \M

:2\:3\\\3
s :
“\.w\

Covveie

e a
Pt cpare
u\\..\.

s

e

JESWE

e
Saas g

3
3
B3
s
3

Py

]
:
-

‘
‘
‘
‘ :
“ ?
“ Z g
g
d
¢
7
:
:
..




i

PR
8

S
ot

%
A

s

&

NN

e

e

S

RENN
ey,

s

. g
B ¢
: o
’ 1
. _—
: 3
.
: -
B I
:
‘
. %,
. e,
r . e
¢ 3
4
3
g
1
H
LA T S
o . LS s
.y i .
P ot L

AL b,

W L

SN




	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - DESCRIPTION
	Page 7 - DESCRIPTION
	Page 8 - DESCRIPTION
	Page 9 - DESCRIPTION
	Page 10 - DESCRIPTION
	Page 11 - DESCRIPTION
	Page 12 - DESCRIPTION
	Page 13 - DESCRIPTION
	Page 14 - DESCRIPTION
	Page 15 - DESCRIPTION
	Page 16 - DESCRIPTION
	Page 17 - DESCRIPTION
	Page 18 - DESCRIPTION
	Page 19 - DESCRIPTION
	Page 20 - DESCRIPTION
	Page 21 - DESCRIPTION
	Page 22 - DESCRIPTION
	Page 23 - DESCRIPTION
	Page 24 - DESCRIPTION
	Page 25 - DESCRIPTION
	Page 26 - DESCRIPTION
	Page 27 - DESCRIPTION
	Page 28 - DESCRIPTION
	Page 29 - DESCRIPTION
	Page 30 - DESCRIPTION
	Page 31 - DESCRIPTION
	Page 32 - DESCRIPTION
	Page 33 - CLAIMS
	Page 34 - CLAIMS
	Page 35 - CLAIMS
	Page 36 - CLAIMS
	Page 37 - CLAIMS
	Page 38 - CLAIMS
	Page 39 - DRAWINGS
	Page 40 - DRAWINGS
	Page 41 - DRAWINGS
	Page 42 - DRAWINGS

